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DESCRIPCION
Método para el montaje de un médulo de cadmara y un médulo de camara
Estado del arte

Actualmente, en los vehiculos a motor se utilizan cada vez mas modulos de camara, para la aplicacion en sistemas
de vision nocturna o como sistemas de alerta de cambio involuntario de carril (Lane Departure Waming). En las
camaras de esta clase, se establecen exigencias particulares en relacién con su montaje en el vehiculo a motor, en
relacion con su resistencia, y en vista de las vibraciones que se generan inevitablemente durante el funcionamiento.

Para el montaje de modulos de camara para vehiculos a motor, se conocen dos conceptos esencialmente
diferentes: Se utiliza un médulo de tratamiento de imagenes que comprende un chip sensor de imagen, una carcasa
de base y un objetivo, en donde el objetivo se fabrica y se prueba como un moédulo independiente. Esta clase de
médulos de tratamiento de imagenes se pueden conectar a la placa de circuitos impresos, por ejemplo, mediante
una unién térmica, como por ejemplo, mediante un proceso de soldadura o mediante un terminal de cable con
conector enchufable. A continuacion, la placa de circuitos impresos completada de esta manera, se monta en la
carcasa que debe presentar un alojamiento correspondiente para el objetivo. En dicho procedimiento resulta una
desventaja el hecho de que los moédulos de tratamiento de imagenes no se puedan fabricar de manera segura con
las dimensiones del chip y del objetivo apropiadas para las aplicaciones en vehiculos a motor, con los procesos de
soldadura, como por ejemplo, el proceso de la soldadura indirecta. Debido a los elevados requerimientos de
resistencia al calor, se pueden generar uniones soldadas deficientes, o se puede generar dafios en la éptica. Por
otra parte, los contactos de los conectores enchufables en los vehiculos a motor, conocidos como soluciones
alternativas, permanecen sin fallas por un tiempo reducido. Ademas, se ha determinado como problematica la
hermetizacion del médulo de camara completo, en el caso de una conformacion de la placa de circuitos impresos
con un modulo de tratamiento de imagenes, dado que generalmente se presentan deformaciones mecanicas que
inciden en el médulo de tratamiento de imagenes, hecho que puede conducir a dafios sucesivos.

Otro concepto de montaje se basa en la conformacién de la placa de circuitos impresos con un sensor de imagen
empaquetado de manera independiente, en donde convencionalmente se trata de una carcasa de ceramica con tapa
de cristal. De esta manera, se puede proteger de manera suficiente el conjunto de pixeles sensible contra particulas.
Ademas, esta clase de carcasas se pueden procesar en procesos de soldadura indirecta. El objetivo se puede
focalizar tanto en un soporte de lente fijado sobre la placa de circuitos impresos, o en el casco de la carcasa del
médulo de camara. Sin embargo, dicha aplicacion presenta una cadena de tolerancias realmente prolongada debido
al namero elevado de componentes individuales a fabricar, hecho que después del montaje, en un caso
desventajoso, mediante la adicién de las mayores tolerancias puede generar médulos de camara que operan de
manera imprecisa.

De la patente DE 10 2004 001 698 Al se conoce un moédulo éptico. De acuerdo con dicha solucién, un moédulo
Optico comprende una unidad de captacion de imagenes compuesta por componentes 6pticos y electronicos, en
donde los componentes de la unidad de captacidn de imagenes se encuentran dispuestos conjuntamente sobre una
placa de soporte. Los componentes de la unidad de captacion de imagenes se encuentran dispuestos sobre una
primera superficie principal de la placa de soporte, en donde una Optica asignada a la unidad de captacion de
imagenes se encuentra dispuesta sobre una segunda superficie principal de la placa de soporte. La placa de soporte
y la 6ptica se encuentran alojadas en un encapsulado. El médulo 6ptico comprende un elemento de sujecion para la
fijacion del médulo éptico en una pieza del vehiculo a motor o similar. El elemento de sujeciéon se encuentra sellado
con el médulo 6ptico, en donde el médulo éptico comprende una proteccién contra radiacion electromagnética
perturbadora. De acuerdo con dicha solucion, la proteccion también se puede alojar en el encapsulado. La
proteccion se conforma preferentemente como una red o una rejilla alojada en el encapsulado, o se puede
conformar como particulas alojadas en el encapsulado.

Revelacion de la presente invencion

El objeto de la presente invencién consiste en proporcionar un médulo de camara apropiado para aplicaciones en
vehiculos a motor, que contenga la menor cantidad posible de subcomponentes, en el cual se logre una focalizacion
entre un chip sensor de imagen y el objetivo del médulo de camara, previamente durante el montaje.

Conforme a la presente invencién, dicho objeto se resuelve mediante el hecho de que tanto del lado de la placa de
circuitos impresos como del lado de la carcasa se proporciona, al menos, una pieza de ajuste de forma tubular
fabricada de un material plastico, que se puede fundir rapidamente en una zona limitada mediante un calentamiento
localizado y, de esta manera, se puede unir por adherencia de materiales con otra pieza de ajuste complementaria a
dicha pieza de ajuste.
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Preferentemente, en el método recomendado conforme a la presente invencién, para la fabricacion de un médulo de
camara, se utiliza una primera pieza de ajuste del lado de la carcasa, y una segunda pieza de ajuste del lado de la
placa de circuitos impresos, que en el montaje encajan entre si de manera telescopica. Las piezas de ajuste
compuestas de material plastico se pueden conformar tanto como tubos asi como cuerpos cuadrados o con
cualquier otra geometria. Durante la unién de ambas piezas de ajuste, sélo se debe prestar atencién a la
conformacién de una zona de superposicion entre la primera pieza de ajuste y la segunda pieza de ajuste. Al menos,
una de ambas piezas de ajuste preferentemente utilizadas se recubre con, al menos, un bucle conductor eléctrico
mediante el cual se puede conducir un pulso eléctrico, que se conduce preferentemente a la superficie de
revestimiento exterior para una fundicion localizada de la pieza de ajuste mencionada. De manera alternativa, se
puede generar una fundicion superficial de un lado interior de una de ambas piezas de ajuste preferentemente
utilizadas.

Las conexiones de los circuitos impresos utilizados para la fundicién, se pueden realizar tanto en un casco de la
carcasa del médulo de camara como en la placa de circuitos impresos, de manera tal que se puedan conectar
mediante contactos durante el proceso de focalizacion. La focalizacién se realiza mediante una lectura y una
evaluacion de imagenes activas, asi como un alineamiento accionado por motor de los componentes a unir entre si,
generalmente una pieza de carcasa y una placa de circuitos impresos montada previamente o bien, equipada con
anterioridad. Después de la ejecucion de la focalizacion, se entrega un pulso eléctrico a través de los circuitos
impresos que se aplican como un recubrimiento en una de ambas piezas de ajuste, y dicho pulso proporciona una
adhesion mediante la fundiciéon del material plastico y, de esta manera, una unién por adherencia de materiales, por
lo que se logra una unién estable de ambas piezas de ajuste entre si.

Las superficies de las piezas de ajuste que encajan entre si, pueden estar texturadas de manera que se pueda
lograr una unién fija con un tiempo de accién minimo, y una potencia del pulso eléctrico.

Un moédulo de camara fabricado de esta manera, particularmente para utilizar en aplicaciones en el sector de
vehiculos a motor, ofrece entre otros la ventaja de que el chip sensor de imagen, mediante la utilizacion de un
proceso de soldadura de chip realizado particularmente con soporte por video, se pueda posicionar directamente
con una precision elevada en relacion con orificios de referencia que se conforman en la placa de circuitos impresos.
De esta manera, se evitan los errores de montaje que se generan en el caso de chips sensores de imagen montados
separadamente. El chip de la placa de circuitos impresos preferentemente asignada a ambas piezas de ajuste, se
puede fijar con precision de ajuste dentro de una zona de montaje, en un nimero de orificios de referencia que se
proporcionan, por ejemplo, en una seccién de 120°e n la placa de circuitos impresos.

En el caso que se utilice un proceso de fabricacion de placas de circuitos impresos, en el que se pueden soldar, por
ejemplo, componentes de tecnologia de montaje superficial (SMD) sobre la placa de circuitos impresos, el chip
sensor de imagen se puede recubrir directamente después de la conexion eléctrica con hilo conductor, mediante la
pieza de ajuste cerrada con una membrana y, de esta manera, se protege contra particulas que se generan
inevitablemente en el proceso de fabricacién. Dado que de esta manera el chip sensor de imagen altamente sensible
se encuentra protegido contra la invasion de particulas o bien, la acumulacién de particulas, todas las demas etapas
del proceso, de prueba y de transporte hasta el montaje en la carcasa del médulo de camara, se pueden realizar en
cualquier entorno de fabricacion. En el caso que la membrana se adhiera con el diametro mayor, por ejemplo, sobre
la pieza de ajuste dispuesta en el exterior, se suprime una permanencia involuntaria de la membrana o de una
lamina sobre dicha pieza antes de la focalizacion.

Ambas piezas de ajuste preferentemente utilizadas se disefian de manera que se pueda adoptar la funcién de
soporte de la placa de circuitos impresos. En el caso que se realice la conexién de la placa de circuitos impresos con
el conector enchufable mediante contacto del lado de la carcasa con un medio flexible, como por ejemplo, un cable
flexible o un conector enchufable flotante, se pueden evitar cargas de tensiéon en la placa de circuitos impresos
mediante una sujecion mdltiple.

Las piezas de ajuste que se pueden conformar, por ejemplo, con forma tubular, se pueden fabricar con un material
apropiado para los requerimientos 6pticos, de manera que se configuren valores de reflexion muy bajos y, de esta
manera, se reduzca considerablemente el riesgo de interferencias épticas mediante luz difusa.

Otra ventaja a mencionar consiste en que el objetivo se puede integrar de manera hermética en el casco de la
carcasa del médulo de camara, de manera que a continuacién se puede suprimir una etapa de hermetizacién del
proceso.

La fijacion de la posicion de foco ajustada con precision durante la focalizacién, se puede realizar muy rapidamente
mediante el proceso de fundicién localizada, que se puede controlar eléctricamente. En comparacion con la
soldadura por laser o el endurecimiento por rayos ultravioletas, no se presentan problemas, dado que para la
activacion de la adhesion o bien, de la fundicién, la energia requerida es relativamente reducida en comparacién con
la soldadura por laser y el endurecimiento por rayos ultravioletas.
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Ademas, se puede lograr una economizacién de componentes mediante el hecho de que se puede simplificar la
diferenciacion de camaras con diferentes disefios, es decir, con objetivos configurados de diferente manera, pero
con la misma composicion electronica, dado que solo se debe modificar la pieza de la carcasa que aloja el objetivo,
mientras que la placa de circuitos impresos montada previamente o bien, equipada con anterioridad, puede ser una
pieza idéntica.

Dibujos
A continuacién, la presente invencién se describe en detalle mediante los dibujos.
Muestran:

Figura 1 una vista superior sobre la placa de circuitos impresos montada previamente o bien, equipada con
anterioridad, de un médulo de camara recomendado conforme a la presente invencién,

Figura 2 un corte a través de la placa de circuitos impresos de acuerdo con el trazado del corte II-Il en la figura 1,
con un corte a través del casco de la carcasa del médulo de cdmara, no representado en la figura 1,

Figura 3 una vista en despiece de los componentes de un mddulo de camara con piezas de ajuste cilindricas,
conformadas de manera complementaria entre si, y

Figura 4 una vista en despiece de una variante de ejecucion del médulo de camara recomendado conforme a la
presente invencién, con piezas de ajuste configuradas de manera rectangular, y conformadas de manera
complementaria entre si.

Variantes de ejecucion

En la representacion de acuerdo con la figura 1 se observa la vista superior sobre una placa de circuitos impresos
montada previamente o bien, equipada con anterioridad, del médulo de camara recomendado conforme a la
presente invencion.

Una placa de circuitos impresos 12 de un moédulo de camara 10 se encuentra encerrada por una carcasa nho
representada en la figura 1. Sobre la placa de circuitos impresos 12 se encuentra un chip sensor de imagen 14 que
se monta directamente sobre dicha placa de circuitos impresos 12 mediante la tecnologia de fabricacion del chip
sobre placa (COB). Sobre la placa de circuitos impresos 12 también se encuentran alojados otros componentes
electronicos no representados en detalle en la figura 1, del médulo de camara 10. La alineacion del chip sensor de
imagen 14 se realiza preferentemente mediante soporte por video, en relacion con orificios de referencia 24
posicionados con una relaciéon reciproca en la placa de circuitos impresos 12 en una seccién 26 de 120°. La
conexion eléctrica de la placa de circuitos impresos 12 se realiza preferentemente mediante una pieza de conexién
18 en la cual se introducen elementos de conexion flexibles, por ejemplo, un cable flexible plano o similar, o una
solucién apropiada de conector enchufable, de manera que se puedan compensar sin tensiones las tolerancias en la
conformacién mecanica del médulo de camara 10. Con un proceso de fabricacion apropiado de la placa de circuitos
impresos, los componentes electronicos que se pueden tratar, por ejemplo, de componentes SMD, y el chip sensor
de imagen 14 se pueden soldar, por ejemplo, con la placa de circuitos impresos 12 mediante contactos 16.Los
orificios de referencia 24 representados en la figura 1, dispuestos en una seccién 26 que en este caso asciende a los
120° y posicionados dentro de una zona de montaje 22, en dicha zona se conecta por adherencia de materiales una
primera pieza de ajuste 28 conformada, por ejemplo, con forma tubular, con la placa de circuitos impresos 12, por
ejemplo, mediante adhesién. Ademas, la primera pieza de ajuste 28 presenta en su lado inferior no representado en
la figura 1, un nimero de clavijas o pernos de ajuste correspondiente al nimero de orificios de referencia 24. El eje
de simetria de la placa de circuitos impresos 12 se indica en la representacion de acuerdo con la figura 1, mediante
el simbolo de referencia 20. La primera pieza de ajuste 28 conformada en forma de tubo en la representacion de
acuerdo con la figura 1, comprende una superficie interior 30, asi como una superficie exterior 32. De la
representacion de acuerdo con la figura 1 se deduce que la primera pieza de ajuste 28 montada dentro de la zona
de montaje 22, encierra el chip sensor de imagen 14.

La figura 2 muestra un corte a través de la placa de circuitos impresos, de acuerdo con la representacion en la figura
1, de acuerdo con el trazado del corte Il-1l.

La placa de circuitos impresos 12, sobre la cual el chip sensor de imagen 14 se encuentra unido preferentemente
mediante la tecnologia de fabricacién del chip sobre placa (COB) a través de contactos 16, es encerrada por un
casco de carcasa del médulo de camara 10. Mientras que en la superficie superior de la placa de circuitos impresos
12, la primera pieza de ajuste 28, en este caso de forma tubular, se encuentra fijada con clavijas a la placa de
circuitos impresos 12 en la zona de montaje 22, y se une por adherencia de materiales, en el lado interior del casco
de la carcasa del médulo de camara 10, orientado hacia la placa de circuitos impresos 12, se encuentra una
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segunda pieza de ajuste 34. La primera pieza de ajuste 28 del lado de la placa de circuitos impresos, y la segunda
pieza de ajuste 34 del lado de la carcasa, se conforman de manera complementaria entre si, de manera que cuando
se une la placa de circuitos impresos 12 con la carcasa del médulo de camara 10, se conforma una zona de
superposicion 36, es decir, una zona dentro de la cual la segunda pieza de ajuste 34 sobresale hacia el interior de la
primera pieza de ajuste 28. La segunda pieza de ajuste 34 conformada de manera complementaria a la primera
pieza de ajuste 28, conforma un tubo 52 en el cual se aloja un objetivo 42. En el objetivo 42, en la segunda pieza de
ajuste 34 se pueden encontrar, por ejemplo, una primera lente 44, asi como una lente céncava 46 y una lente
convexa 48, segun la finalidad de la aplicacion del médulo de camara 10. Ademas de una conformacion cilindrica de
la primera y de la segunda pieza de ajuste 28 6 34, dichas piezas también se pueden conformar de manera
rectangular, cuadrada o con otra geometria, en donde las geometrias de la primera y de la segunda pieza de ajuste
28 0 34, se adaptan una sobre otra de manera que cuando se unan conformen la zona de superposicion 36
representada en la figura 2. Mientras que la primera pieza de ajuste 28 se puede unir por adherencia de materiales
con la placa de circuitos impresos 12, que se encuentra fijada con clavijas a la placa de circuitos impresos 12, la
segunda pieza de ajuste 34 puede ser componente integral de la carcasa del médulo de camara 10, por ejemplo, se
puede encontrar inyectada en dicha placa. La primera pieza de ajuste 28 conforma un elemento de conexion
mecanica entre la placa de circuitos impresos 12 y la carcasa del médulo de camara 10, y protege el chip sensor de
imagen 14 contra particulas. El posicionamiento correcto se logra mediante los pernos de guia que se pueden
introducir en los orificios de referencia 24 en la placa de circuitos impresos 12.

El objetivo 42 se encuentra montado previamente, de una manera apropiada, en la carcasa del modulo de camara
10. De esta manera, existe la posibilidad de fabricar médulos de camara 10 con diferentes disefios 6pticos basados
en la misma electrénica, dado que en el caso de carcasas diferentes con objetivos diferentes, se pueden utilizar
placas de circuitos impresos 12 equipadas de la misma manera, tomando como base un principio de piezas
idénticas. Ya sea conformada como una Unica pieza con la carcasa o si se encuentra unida a la carcasa del médulo
de camara 10, la segunda pieza de ajuste 34 se disefia de manera que permita una primera focalizacién entre el
objetivo 42 y el chip sensor de imagen 14.

Al menos, una de las piezas de ajuste 28 6 34 representadas en la figura 2, se fabrica preferentemente de un
material plastico, que se puede fundir o someter a una fundicion superficial de una manera rapida mediante un
calentamiento localizado y en la zona limitada y, de esta manera, se puede soldar o adherir a una pieza opuesta.
Ademas, al menos, una de ambas piezas de ajuste 28, 34 conformadas de manera tubular representadas en la
figura 2, que encajan una dentro de otra dentro de la zona de superposicion 36, por ejemplo, se recubren con, al
menos, un circuito impreso 54 que conduce electricidad. Mediante el, al menos, un circuito impreso 54, en este caso
aplicado en la superficie exterior 40 de la segunda pieza de ajuste 34, se puede conducir un pulso eléctrico que
conduce a la fundicién localizada. Los circuitos impresos 54 que se utilizan para una fundicidon superficial o la
fundicion del material plastico, se pueden realizar tanto en la carcasa del médulo de camara 10 como en la placa de
circuitos impresos 12, de manera que se puedan conectar eléctricamente mediante contactos durante el proceso de
focalizacion, es decir, la alineacién entre el chip sensor de imagen 14 en relacion con el objetivo 42. La focalizacion
del chip sensor de imagen 14 y del objetivo 20 se realiza entre si, mediante una lectura activa y una evaluacion
activa de imagenes y mediante un alineamiento accionado por motor de los componentes a unir entre si, es decir, de
la carcasa del modulo de camara 10 y de la placa de circuitos impresos 12 montada previamente. Ante un
funcionamiento activo del chip sensor de imagen 14, la focalizacion se realiza con una evaluacion de la imagen de
un grafico de prueba correspondiente. La posicion de foco ajustada una vez se garantiza preferentemente mediante
una etapa posible del proceso, como por ejemplo, la fundicién localizada del material plastico, al menos, de una de
ambas piezas de ajuste 28, 34. La posicién de foco ajustada resulta insensible tanto a las modificaciones de la
temperatura como a los procesos de envejecimiento.

Después de finalizar la focalizacion el, al menos, un circuito impreso 54 en la superficie exterior 40 de la segunda
pieza de ajuste 34, se somete a un pulso eléctrico que mediante la fundicién del material plastico genera una unién
por adherencia de materiales, como por ejemplo, una adherencia entre la primera pieza de ajuste 28 y la segunda
pieza de ajuste 34 dentro de la zona de superposicion 36, entre la superficie interior 30 de la primera pieza de ajuste
28y la superficie exterior 40 de la segunda pieza de ajuste 34.

Las superficies orientadas entre si de la primera pieza de ajuste 28 y de la segunda pieza de ajuste 34, pueden estar
texturadas de manera que se pueda lograr una unién fija ante un tiempo de accién minimo del pulso eléctrico, y se
puede lograr la potencia del pulso eléctrico. En la focalizacion a través de la zona de superposicion 36 de la primera
pieza de ajuste 28 y de la segunda pieza de ajuste 34, se garantiza la reduccién de una inversiéon y de una
distribucion de la definicion no uniforme que resulta de ello. En el caso que la primera pieza de ajuste 28 y la
segunda pieza de ajuste 34 se conformen como tubos cilindricos, se puede realizar una compensacion en el angulo
de acimut, hecho que en el caso de un disefio rectangular o cuadrado de la primera pieza de ajuste 28 y de la
segunda pieza de ajuste 34, sélo resulta posible dentro de un margen limitado (comparar figura 4).

La focalizacion se puede realizar mediante un dispositivo con motor, en lo posible automatizado, en el cual ambos
grupos constructivos parciales, es decir, la carcasa del médulo de camara 10 y la placa de circuitos impresos 12
montada previamente o bien, equipada con anterioridad, se ajustan mediante un desplazamiento de ambas piezas
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de ajuste 28, 34 una sobre otra de manera que se optimicen los valores de contraste del grafico de prueba
adoptado, determinados en los datos de la imagen. Después del ajuste de la focalizacion entre el chip sensor de
imagen 14 y el objetivo 42, se fijan ambas piezas de ajuste 28, 34 una contra otra. Ademas del sometimiento
mencionado con un pulso eléctrico del, al menos, un circuito impreso 54 en una de ambas piezas de ajuste 28, 34 a
unir entre si, también se pueden utilizar etapas del proceso como un retacado, una adhesiéon o también mediante un
método acelerado mediante el endurecimiento por rayos ultravioletas, mediante soldadura, mediante fijacion por
presion o también mediante soldadura por laser.

El punto de unién por adherencia de materiales que se encuentra dentro de la zona de superposicion 36, en el
método recomendado con las piezas de ajuste 28, 34 conformadas de manera tubular, se cubre convencionalmente
mediante la placa de circuitos impresos 12 y la carcasa del mddulo de camara 10 y, por lo tanto, resulta de dificil
acceso. En una variante de ejecucion de las piezas de ajuste 28, 34, la superficie exterior 32 de la primera pieza de
ajuste 28 cilindrica, dispuesta en el interior, se puede conformar ligeramente en forma de barril (abombado). De esta
manera, para la focalizacién y adicionalmente para la compensacion de un error eventual de acimut, se logra un
grado de libertad para la compensacién de errores de inversién que se ajustan eventualmente. En el caso que la
superficie del chip sensor de imagen 14 no se encuentre en el plano de la imagen definida, sino que se encuentra
invertida, no se puede ajustar simultaneamente la definicion éptima de la imagen, en el campo completo de la
imagen. En el caso de objetivos 42 con grandes aberturas de diafragma, como por ejemplo, para la aplicacion en
vision nocturna, se puede observar una reduccién notable de la calidad de la imagen incluso debido a errores
reducidos de inversion.

La focalizacién de un sistema con dicho grado de libertad adicional para la compensacion de errores eventuales de
inversion, requiere de una técnica especial de instalacién, dado que la focalizacién se debe realizar considerando el
angulo de balanceo, asi como el angulo de guifiada y de inclinacion longitudinal.

En la representacion de acuerdo con la figura 3 se observa una representacion en despiece de un modulo de
camara recomendado conforme a la presente invencién, en el cual las piezas de ajuste conformadas de manera
complementaria entre si, se conforman de manera tubular.

A partir de la representacion en despiece de acuerdo con la figura 3, se puede deducir que el chip sensor de imagen
14 se conecta por contacto con la placa de circuitos impresos 12 en este caso representada esquematicamente, a
través de los contactos 16. Los orificios de referencia 24 se encuentran dispuestos en la placa de circuitos impresos
12, desplazados entre si con un angulo de 120° (com parar representacion de acuerdo con la figura 1). La primera
pieza de ajuste 28 presenta en su superficie anular inferior, un nimero de clavijas de ajuste 68 correspondiente al
namero de orificios de referencia 24, que se introducen en los orificios de referencia 24 en el sentido de union 70
representado en la figura 3. Después de la conformacion de una unién por adherencia de materiales entre la
superficie inferior del borde de la primera pieza de ajuste 28 y la superficie superior de la placa de circuitos impresos
12 montada previamente o bien, equipada con anterioridad, el chip sensor de imagen 14 alojado en la superficie
superior de la placa de circuitos impresos 12, se encuentra encerrado por la primera pieza de ajuste 28. Después del
montaje de la primera pieza de ajuste 28 sobre la placa de circuitos impresos 12, se cierra mediante una membrana
60 el extremo superior de la primera pieza de ajuste 28 conformada de manera tubular. De esta manera, el chip
sensor de imagen 14 alojado en la superficie superior de la placa de circuitos impresos 12, se encuentra protegido
contra particulas. De la misma manera, todas las demas etapas del proceso, de prueba y de transporte hasta el
montaje en la carcasa del médulo de camara 10, de la placa de circuitos impresos 12 provista de la primera pieza de
ajuste 28, se pueden realizar en cualquier entorno de fabricacién. Cuando la membrana 60 se adhiere sobre la
superficie superior de la primera pieza de ajuste 28, se puede evitar que se olvide retirar la membrana 60 antes de la
focalizacion entre el objetivo 42 del mddulo de camara 10 y el chip sensor de imagen 14.

Ademas, de la representacion de acuerdo con la figura 3 se puede deducir que la pieza de conexién 18 se realiza
mediante un terminal de cable flexible 66. Cuando la conexién eléctrica de la placa de circuitos impresos 12 se
realiza en un conector enchufable del lado de la carcasa con una solucion flexible, como se representa en la figura 3,
se pueden evitar cargas de tension en la placa de circuitos impresos 12 mediante una sujecion multiple.

El sentido de superposicién, en el que se monta la primera pieza de ajuste 28 con las clavijas 68 conformadas en el
lado inferior, en los orificios de referencia 24 de la placa de circuitos impresos 12, se indica mediante el simbolo de
referencia 70.

Antes de la union del segunda pieza de ajuste 34 con la primera pieza de ajuste 28, en primer lugar se retira la
membrana 60 que cierra la primera pieza de ajuste 28 en la parte superior, y en el montaje de la carcasa del médulo
de camara 10, la segunda pieza de ajuste 34 fijada a dicha carcasa, se desplaza hacia el interior del orificio liberado
por la membrana 60, de la primera pieza de ajuste 28. Por consiguiente el, al menos un, circuito impreso 54 que se
extiende en la superficie exterior 40 de la segunda pieza de ajuste 34, se dispone de manera adyacente a la
superficie interior 30 de la primera pieza de ajuste 28. Por otra parte, en la segunda pieza de ajuste 34 se encuentra
alojado el objetivo 42 indicado esquematicamente en la figura 3, por encima del cual se conforma el orificio 56 en la
carcasa del médulo de camara 10. Preferentemente el, al menos un, circuito impreso 54 se extiende en la superficie
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exterior de la segunda pieza de ajuste 34 en forma de meandro 62, para alcanzar una cobertura lo mas grande
posible entre la primera pieza de ajuste 28 y la segunda pieza de ajuste 34. Ademas, a partir de la figura 3 se
deduce que en la superficie superior de la carcasa del médulo de cadmara 10 se extienden contactos 64 con los
cuales se conecta eléctricamente mediante contactos el, al menos un, circuito impreso 54 aplicado en la superficie
exterior 40 de la segunda pieza de ajuste 34, preferentemente recubierto.

La superficie interior 38 de la segunda pieza de ajuste 34, que opera como un tubo 52, aloja el objetivo 42 en este
caso indicado esquematicamente. El objetivo 42 representado en la figura 3, que puede presentar ademas del
objetivo 42 otras lentes 44, 46 y 48 indicadas en la figura 2, se encuentra montado previamente en la carcasa del
moddulo de camara 10. Esto ofrece la posibilidad de fabricar médulos de camaras 10 con diferentes disefios épticos,
respectivamente con placas de circuitos impresos 12 conformadas de manera idéntica, montadas previamente o
bien, equipadas con anterioridad.

De la representacion de acuerdo con la figura 4, se deduce otra variante de ejecucion del modulo de camara
recomendado conforme a la presente invencion, para aplicaciones en vehiculos a motor.

En comparaciéon con la representacién en despiece, representada en la figura 3, del médulo de camara 10
recomendado conforme a la presente invencion, de acuerdo con dicha variante de ejecucion tanto la primera pieza
de ajuste 28 como la segunda pieza de ajuste 34 presentan una geometria cuadrada. En lugar de la geometria
cuadrada representada en la figura, también se puede seleccionar una geometria rectangular u otra geometria, en
donde se debe garantizar respectivamente que la primera pieza de ajuste 28 y la segunda pieza de ajuste 34
conformen en el estado unido la zona de superposiciéon 36 representada en la figura 2, en la que se puede realizar
una fundicién superficial o una fundicién del material plastico, generada mediante el, al menos un, circuito impreso
54, para conformar una union por adherencia de materiales entre la primera pieza de ajuste 28 y la segunda pieza
de ajuste 34.

De acuerdo con la variante de ejecucion en la figura 4, el extremo superior de la segunda pieza de ajuste 34 esta
provisto de una placa terminal que se alinea en relacion con el orificio 56 en la carcasa del médulo de camara 10. En
dicha pieza o en las piezas montadas posteriormente en el interior de la segunda pieza de ajuste 34, no
representadas en detalle en la figura 4, se puede fijar en la segunda pieza de ajuste 34 el objetivo 42 junto con otras
lentes. Aun cuando en las figuras 3 y 4 se representan como componentes separados, la segunda pieza de ajuste
34 se puede conformar de manera integrada en la carcasa del médulo de camara 10 como una Unica pieza, por
ejemplo, en su superficie superior mediante el método de moldeo por inyeccion.

De acuerdo con la representacion en la figura 4, el, al menos un, circuito impreso 54 que se encuentra conectado
eléctricamente mediante contactos a través de contactos 64 en la carcasa del médulo de camara 10, también se
extiende en forma de meandro 62 a través de los lados del rectangulo, es decir, de las superficies exteriores 40 de la
segunda pieza de ajuste 34. De la misma manera el, al menos un, circuito impreso 54 que en la figura 4 se extiende
en la superficie exterior 40 de la segunda pieza de ajuste 34, se podria montar en la superficie interior 30 de la
primera pieza de ajuste 28. También para las variantes de ejecucion representadas en la figura 4 de la primera y de
la segunda pieza de ajuste 28, 34, las secciones de superficies que se apoyan entre si dentro de la zona de
superposicion 36, pueden estar texturadas de manera que se pueda lograr una union fija con un tiempo de accién
minimo, y la potencia del pulso eléctrico.

En el lado orientado hacia la placa de circuitos impresos 12, la primera pieza de ajuste 28 presenta las clavijas de
ajuste 68 mencionadas anteriormente en relaciéon con la figura 3, que se introducen en los orificios de referencia 24
de la placa de circuitos impresos 12. También en la representacién de acuerdo con la figura 4, la primera pieza de
ajuste 28 en el estado montado sobre la placa de circuitos impresos 12, encierra el chip sensor de imagen 14
conectado mediante contactos sobre la placa de circuitos impresos. Para la proteccién de la matriz de imagenes
altamente sensible del chip sensor de imagen 14, también se encuentra cubierto el extremo final de la primera pieza
de ajuste 28 con una lamina o una membrana 60, de acuerdo con la variante de ejecucion representada en la figura
4, para evitar que las particulas alcancen la superficie del chip sensor de imagen 14. La membrana 60 o bien, otro
material de cobertura apropiado, en primer lugar se retira de la superficie de la primera pieza de ajuste 28, cuando la
primera pieza de ajuste 28 del lado de la placa de circuitos impresos se une con la segunda pieza de ajuste 34 del
lado de la carcasa, y después de la focalizacion entre el objetivo 42 y el chip sensor de imagen 14 se realiza la unién
por adherencia de materiales entre la primera pieza de ajuste 28 y la segunda pieza de ajuste 34, mediante la
fundicion superficial del material plastico. Como la fundiciéon superficial del material plastico en relacién con la
primera pieza de ajuste 28 y la segunda pieza de ajuste 34, ya sea conformadas de manera tubular o, como en la
figura 4, de forma rectangular o cuadrada, se entiende que tanto los lados exteriores 40 de la segunda pieza de
ajuste 34, asi como la superficie interior 30 de la primera pieza de ajuste 28 se pueden fundir o someter a una
fundicién superficial.

En las variantes de montaje representadas en la figura 3 y 4, con piezas de ajuste 28, 34 conformadas con
diferentes geometrias, la focalizacién se realiza mediante dispositivos a motor automatizados con los cuales se
desplazan uno dentro de otro ambos grupos constructivos parciales, la placa de circuitos impresos 12 provista de la
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primera pieza de ajuste 28, asi como la carcasa del médulo de camara 10 provista de la segunda pieza de ajuste 34.
La focalizacion de ambos componentes, es decir, de la carcasa del mdédulo de camara 10 y la placa de circuitos
impresos 12 montada previamente, se realiza de manera que se optimicen los valores de contraste del grafico de
prueba adoptado, determinados durante la focalizacion en los datos de la imagen. La focalizacion se realiza durante
un funcionamiento activo del chip sensor de imagen 14, mediante la evaluacién de la imagen de un grafico de
prueba correspondiente. La posicién de foco ajustada incide en una de ambas piezas de ajuste 28, 34 mediante la
funcién del pulso eléctrico sobre el, al menos un, circuito impreso 54, hecho que permite una etapa del proceso lo
mas rapida posible para la fijacion de la posicién de foco éptima del objetivo 42, en relaciéon con el chip sensor de
imagen 14.

El médulo de camara 10 descrito anteriormente en relacion con las figuras 1 a 4, permite la aplicacion de un chip
sensor de imagen 14 que se pueda posicionar directamente en la placa de circuitos impresos 12, con una precision
elevada en relaciéon con los orificios de referencia 24, mediante un proceso de soldadura de chip realizado con
guiado de soporte de video. Mediante la solucion recomendada conforme a la presente invencion, se suprimen los
errores de montaje que se generan en el caso de sensores de imagen alojados en carcasas separadas. Ademas, la
pieza de ajuste del lado de la placa de circuitos impresos, es decir, en el presente caso la primera pieza de ajuste
28, se puede alinear con precision de ajuste en relacion con los orificios de referencia 24, y en dicho punto después
de la fijacion con clavijas se puede adherir mediante una unién por adherencia de materiales.

En el caso que la conexidn de la placa de circuitos impresos 12 se realice en el conector enchufable del lado de la
carcasa con una solucién flexible, como por ejemplo, mediante el terminal de cable flexible 66, se pueden evitar
cargas de tension en la placa de circuitos impresos 12 mediante una sujecion multiple. Preferentemente, la primera
pieza de ajuste 28 asi como la segunda pieza de ajuste 34, se fabrican con un material apropiado para los
requerimientos opticos, de manera que se generen, por ejemplo, valores de reflexion lo suficientemente reducidos, y
gue se mantenga limitado el riesgo de interferencias dpticas mediante luz difusa. El objetivo 42 se monta de manera
hermética en la carcasa del médulo de camara 10, de manera que a continuacion no resulta necesaria una etapa de
hermetizacién. Ademas, el método de montaje recomendado conforme a la presente invencion, permite la fijacion de
una posicion de foco ajustada con precision entre el objetivo 42 y el chip sensor de imagen 14. La posicion de foco
ajustada con precision se puede realizar rapidamente mediante el proceso de fundicion o bien, de fundicién
superficial localizada, que se puede controlar eléctricamente, para la conformacién de una unién por adherencia de
materiales entre la primera pieza de ajuste 28 y la segunda pieza de ajuste 34. En comparacion con la soldadura por
laser o el endurecimiento por rayos ultravioletas, no surgen problemas en la conducciéon de la energia eléctrica
necesaria para la activacion de la union por adherencia de materiales, en el, al menos un, circuito impreso 54. En
relacion con una fabricacion en serie, resulta una ventaja que para médulos de camara 10 con disefios Opticos
diferentes, sin embargo, con la misma conformacion electronica, se pueda utilizar una o la misma placa de circuitos
impresos 12 montada previamente y equipada con anterioridad, y que sélo la carcasa del modulo de camara 10 se
deba realizar adaptada al respectivo objetivo 42 a alojar, de manera especifica para la respectiva aplicacion.



10

15

20

25

30

35

40

45

ES 2384 989 T3

REIVINDICACIONES

1. Método para la fabricacion de un médulo de camara (10), que comprende un objetivo (42) y un chip sensor de
imagen (14), en donde el chip sensor de imagen (14) se encuentra conectado mediante contactos con una placa de
circuitos impresos (12), con las siguientes etapas del método:

a) el posicionamiento y la fijacion de una primera pieza de ajuste (28) que rodea el chip sensor de imagen (14),
sobre la placa de circuitos impresos (12),

b) el ensamblaje de la primera pieza de ajuste (28) con una segunda pieza de ajuste (34) dispuesta en la carcasa del
moddulo de camara (10), mediante la conformacién de una zona de superposicion (36),

¢) la creacion de una posicion de foco entre el objetivo (42) del lado de la carcasa y el chip sensor de imagen (14), y

d) la creacién de una union por adherencia de materiales entre las piezas de ajuste (28, 34) dentro de la zona de
superposicion (36) en la posicion de foco de acuerdo con la etapa del método c), en donde, al menos, una de las
piezas de ajuste se funde en una zona limitada mediante un calentamiento localizado, mediante la conduccion de
corriente eléctrica a través de un circuito impreso que se encuentra montado sobre la, al menos, una pieza de ajuste.

2. Método de acuerdo con la reivindicacion 1, caracterizado porque de acuerdo con la etapa del método a) la
primera pieza de ajuste (28) se fija con clavijas a la placa de circuitos impresos (12) dentro de una zona de montaje
(22).

3. Método de acuerdo con la reivindicacion 1, caracterizado porque de acuerdo con la etapa del método a) entre la
primera pieza de ajuste (28) y la placa de circuitos impresos (12) se crea una union por adherencia de materiales.

4. Método de acuerdo con la reivindicacién 1, caracterizado porque de acuerdo con la etapa del método b) la
determinacion de la posiciéon de foco del objetivo (42) y del chip sensor de imagen (14) se realiza a lo largo del eje
oOptico, el chip sensor de imagen (14) se encuentra conectado eléctricamente mediante contactos para una
evaluacion de la imagen, y la carcasa del modulo de camara (10) y la placa de circuitos impresos (12) se alinean
entre si mediante un accionamiento por motor.

5. Método de acuerdo con la reivindicacion 1, caracterizado porque de acuerdo con la etapa del método a) se
monta una cubierta (60) sobre la primera pieza de ajuste (28) que rodea el chip sensor de imagen (14), que se
aparta antes de la ejecucion de la etapa del método b).

6. Método de acuerdo con la reivindicacién 1, caracterizado porque de acuerdo con la etapa del método d) a través
de, al menos, un circuito impreso (54) en, al menos, una de las piezas de ajuste (28, 34) se realiza una fundicién
superficial del material de las piezas de ajuste (28, 34).

7. Médulo de camara (10) con una carcasa que aloja un objetivo (42), y con una placa de circuitos impresos (12)
conectada mediante contactos con un chip sensor de imagen (14), caracterizado porque la placa de circuitos
impresos (12) y la carcasa del modulo de camara (10) se encuentran unidas mediante una unién por adherencia de
materiales dentro de una zona de superposicion (36) entre una primera pieza de ajuste (28) del lado de la carcasa, y
una segunda pieza de ajuste (34) del lado de la placa de circuitos impresos, en donde, al menos, una de las piezas
de ajuste se encuentra recubierta por un circuito impreso disefiado para la fundicion de una zona limitada de la pieza
de ajuste, cuando se alimenta con corriente eléctrica.

8. Médulo de camara (10) de acuerdo con la reivindicacién 7, caracterizado porque las piezas de ajuste (28, 34) se
realizan con geometrias complementarias entre si, de forma tubular, rectangular o cuadrada.

9. Médulo de camara (10) de acuerdo con la reivindicacion 7, caracterizado porque , al menos, un circuito impreso
(54) que se puede conectar eléctricamente mediante contactos, se extiende en, al menos, una de las piezas de
ajuste (28, 34).

10. M6dulo de camara (10) de acuerdo con la reivindicacion 9, caracterizado porque el, al menos, un circuito
impreso (54) se conforma en la superficie exterior (40) de la segunda pieza de ajuste (34) que sobresale hacia el
interior de la primera pieza de ajuste (28), o en la superficie interior (30) de la primera pieza de ajuste (28) que
envuelve la segunda pieza de ajuste (34).
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